ny de plaques
it impres

Grau ITIC
Pere Pala



Que es un placa de circuit impres?

Components

Suport mecanic
Connexio electrica
Fulls de coure laminats

Substrat no conductor
Multiples capes




Materials

 Conductor

- Lamina de coure de 35um
(1 ounce / sq foot)

e Alllants

- FR-4 (fibra de vidre |
resina epoxy)

e Recobriment

- Solder Mask (tipicament
verda)

— Silk screen (text, dibuixos)



Core [12.6mil)

Total Height |62 8#53mil)
Frepea (Sl

Top Layer —» : Core [10mi]
e == Prapreg (5. 235mil

MidLayer? —s | Cese [10mi)
GND [GND) —s

Prepieg (Smi

Midlzperd —» . Coee [10mi)

VI [[Mubiple Mets]] —s a5

MidLaperd — =

Elathom Layer —




Proces de fabricacio

‘amb coure

* Forats metal-litzats
» Fotosensibilitzacio
 Insolat amb fotolit
* Revelat

« Atacat amb acid

* Procés mecanic (fresat CNC)



Disseny

onar al fabricant una
ca de la placa

74X)

_ er cada capa
= Top layer, bottom layer,

- Mechanical, solder mask, top overlay, bottom
overlay

* NC Drill file




1es de disseny

ematic

ica les connexions a fer

\ partir del schematic es genera un netlist
" Descripcid de gue va connectat a que

* Fer el layout

- Aspectes mecanics (tamany, forma, suports)
— Decidir on ubicar els components
— Dibuixar les pistes adequades



-de mesura!

‘tires de la protoboard

- milimetres
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